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Module wie ,DPX-E265", ,DPX-E140" sowie ,DPX-5450" arbeiten mit AMDs
Ryzen-Embedded-V1000- und R1000-Prozessoren. Sie sind speziell fiir Gaming-

und Lotterieterminals ausgelegt.

Hinzu kommen unsere Gaming-Plattformen
.DPX-E265", ,DPX-E140" sowie ,DPX-5450",
die alle mit Ryzen V1000 und R1000 verfiigbar
sind. Sie eignen sich durch kundenspezifischen
Zuschnitt zum Beispiel fiir professionelle

CTX Thermal Solutions

Gaming- und Lotterieterminals. Solche Ausle-
gungen konnen wir bei Bedarf fiir weitere
Mérkte liefern. Ich denke hierbei unter ande-
rem an HMIs oder an Infotainment-Applika-
tionen fiir Fahrzeuge; AMD ging hierfiir zum

Effiziente Kiihlung
fiir Embedded-Systeme

Die betriebsbereiten Computing-Losungen des Schweizer Unternehmens Toradex
verkiirzen die Entwicklungszeit von Embedded-Systemen. Um deren zuverldssige
Funktion auch in rauen Industrieumgebungen dauerhaft zu gewdhrleisten,
sind robuste, wartungsfreie Kiihllésungen gefragt — wie die anwendungs-
spezifischen Embedded-Kiihlkérper von CTX Thermal Solutions.

die Funktion elektronischer Systeme in

Fahrzeugen, in der Medizintechnik und
in automatisierten Industrieanlagen, aber auch
in der Luft- und Raumfahrt. Insbesondere bei
solchen sicherheitsrelevanten Anwendungen
miissen diese Systeme dauerhaft zuverléssig
arbeiten. Ein fehlerfreier, gegebenenfalls
24/7-Einsatz muss garantiert sein — egal wie
rau die Umgebung ist. Denn bereits geringste
UnregelmaBigkeiten konnten etwa die Ferti-
gung eines Unternehmens lahmlegen.

E mbedded-Systeme bilden die Basis fiir

Entsprechend gelten fiir die Entwicklung und
Anschaffung von Embedded-Systemen andere
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Vorgaben als fiir Office-Losungen. Minimale
Kosten, moglichst wenig Platz-, Energie- und
Speicherverbrauch sowie die Funktionsfahig-
keit in Echtzeit sind die entscheidenden Krite-
rien. Bewegliche Teile sind aus VerschleiB-
grinden nicht gewiinscht. Daher werden
beispielsweise stromsparende Prozessoren und
ROM- oder Flashspeicher bevorzugt, die ohne
Liifter auskommen. Zudem miissen die Syste-
me gegen Umgebungseffekte wie Vibrationen,
hohe Temperaturen etc. geschiitzt sein.

Die eingebetteten Architekturen sind sehr
aufwendig zu entwickeln. Daher bietet Toradex
System-on-Modules (SoM) bzw. Computer-
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Beispiel eine Kooperation mit Tesla ein. Wir
sind auf jeden Fall in der Lage, das AMD-
Potenzial fiir den Mobility-Markt in groBen
Stiickzahlen und in hoher Qualitat umzuset-
zen.

Das Interview fiihrte Tobias Schlichtmeier.

on-Modules (CoM) an. »Bei einem CoM oder
auch SoM werden die Kernkomponenten eines
Embedded-Computers auf einem kleinen Mo-
dul platziert, inklusive SoC, RAM, Flash, Power
Management, Ethernet etc. Dieses Basismodul
erweitert der Kunde dann zu seinem ge-
wiinschten Tragerboard mit dem 10 und den
bendtigten Peripheriegerdten«, sagt Daniel
Lang, Chief Marketing Officer bei Toradex. Das
2003 gegriindete Schweizer Unternehmen
entwickelt mit 135 Mitarbeitern in acht Biiros
weltweit SoM- und CoM-Ldsungen fiir klei-
ne bis mittelgroBe Projekte. Die Module von
Toradex bewahren sich in unterschiedlichen
anspruchsvollen Anwendungen. Sie zeichnen
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sich aus durch zahlreiche Verbindungs- und
Multimediafahigkeiten und dem Industrial
Temperatur Support, der die einwandfreie
Funktion bei Temperaturen von -40 bis +85 °C
garantiert. Zudem arbeiten sie selbst unter
erschwerten Bedingungen (Schlage, Vibratio-
nen) zuverléssig. Einsatzgebiete der robusten
Module sind u. a. industrielle Automation und
Robotik, Edge Computing, Transportfahrzeuge,
Medizintechnik sowie Test- und Messinstru-
mente.

Die Anwender profitieren vom Toradex-Kon-
zept durch reduzierte Komplexitat sowie kurze
Produkteinfiihrungszeiten und sparen auch
Entwicklungskosten. Ein weiterer Vorteil ist,
dass solch ein Modul Giber mehrere CPU-Ge-
nerationen verwendet werden kann. Zudem
lasst sich die Rechenleistung des eingebette-
ten Systems bedarfsgerecht skalieren. Die Ba-
sismodule von Toradex sind vielfach getestet
und erprobt. »Zum Beispiel werden die Vibra-
tions- und Schocktests von der Priifstelle der
Quinel AG durchgefiihrt, einem der fiihrenden
unabhéngigen und international akkreditierten
Priiflaborunternehmeng, unterstreicht Daniel
Lang.

Die Produktfamilien ,Colibri" und ,Apalis” sind
die modular aufgebauten CoM-Lésungen aus
dem Embedded-Programm von Toradex. Dabei
steht speziell die Apalis-Architektur fiir Lang-
lebigkeit, Erweiterbarkeit, Benutzerfreundlich-
keit, Kompatibilitat und Einfachheit, insbeson-
dere beim Energiemanagement. Die Gesamtheit
an Moglichkeiten macht diesen Standard fiir
eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anwen-
dungen nutzbar. Das Modulkonzept gestattet
den Kunden die Wiederverwendung von De-
signs und die Integration in viele Embedded-
Computeranwendungen. So erlauben die
Pin-kompatiblen Colibri- und Apalis-Module
nicht nur eine schnelle, kosteneffiziente Pro-
dukteinfiihrung, sondern bieten dem Kunden
auch die notwendige Flexibilitat beim Pro-
duktdesign.

Colibri-Module kommen ohne zusétzlichen
Wirmespreizer oder Kiihlkorper aus, da sie
liberwiegend iber einen thermischen Drossel-
mechanismus verfiigen: Das Modul misst die
aktuelle Temperatur des SoC. Ubersteigt diese
einen kritischen Wert, drosselt es die CPU-
Geschwindigkeit oder schaltet das System
komplett aus, um Schaden zu vermeiden.

Die Apalis-Module dagegen benétigen in vie-
len Anwendungsfallen einen Kiihlkdrper zum

Nr. 48/2021 Markt&Technik www.markt-technik.de

Abfiihren der entstehenden Verlustleistung
von maximal 15 W, um dauerhaft zuverldssig
zu funktionieren. Dabei gelten fiir die Kiihl-
I6sungen nahezu die gleichen Anforderungen
wie fiir die Embedded-Systeme selbst: Sie
miissen kompakt, leistungsstark und mdglichst
mobil sein.

Toradex bezieht die Kiihllosungen fiir seine
Module seit vielen Jahren von CTX Thermal
Solutions aus Nettetal. Das Handelshaus fiir
kundenspezifische und standardisierte Kiihl-
|6sungen zeichnet sich durch sein umfassendes
Produktportfolio aus, zu dem auch CNC-ge-
fertigte, aktive und passive Embedded-Kihl-
I6sungen gehdren: einfache Rippenkiihlkdrper,
Warmespreizer (Heatspreader) mit integrierten
Wiarmerohren (Heatpipes), Kiihlkorper mit Kup-
fer-Inlay und kiihlende Gehause. Das Design der
eingebetteten Kiihlkorper kann dabei dem je-
weiligen System individuell angepasst werden.
Welcher Kiihlkorper fiir die kundenspezifische
Anwendung am besten geeignet ist, hangt von
der abzufiihrenden Verlustleistung und dem zur
Verfiigung stehenden Bauraum ab.

Die Kiinlkdrper werden in der Regel direkt am
Hotspot montiert, also dort, wo die Warme-
entwicklung am gréBten ist. Starke Hitze, wel-
che die Leistungsfahigkeit des Systems redu-
ziert, kann auf diese Weise gar nicht erst
entstehen. Auch fiir die Embedded-Systeme
von Toradex hat CTX die passende Kiihlldsung
parat und lieferte im vergangenen Jahr viele
CPU-Kiihlkorper an die Schweizer
Spezialisten.

Apalis-Modul von
Toradex mit aufge-
schraubtem CPU-Kiihlkdrper von CTX

CPU- oder Prozessorkiihlkdorper bestehen meist
aus Aluminium oder Kupfer. Auch eine Kom-
bination beider Metalle in Form von Hybrid-
kiihlkdrpern ist moglich. Dabei vereinen Hy-
bridkiihlkorper die Vorteile beider Metalle: die
hohe Warmeleitfahigkeit von Kupfer und das
geringe Gewicht von Aluminium. Angeboten
werden Kiihler-Lifter-Kombinationen ebenso
wie rein passive Kiihlkorper, Fltssigkeitskiihl-
korper oder Warmerohre. Immer gilt jedoch,
dass CPU-Kiihlkérper mechanisch und hin-
sichtlich ihrer Leistung sehr prazise zum je-
weiligen Prozessor- bzw. Sockeltyp passen,
gleichzeitig sehr leicht und klein sind und
durch eine entsprechend hochgenaue Ferti-
gung einen guten Warmelibergang zwischen
Prozessor und Kiihlkérper gewahrleisten.

Toradex setzt in seinen Apalis-Modulen pas-
sive CPU-Kiihlkdrper aus einer Aluminium-
stranggusslegierung mit schwarz eloxierter
Oberfldche und einer Kiihlleistung von 5,5 W/mK
ein, die mit vier Schrauben der GroBe M3 auf
der Tragerplatine befestigt werden. Das
Kiihlkorperdesign war dabei eine
besondere Herausforderung, denn
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der zur Verfiigung stehende Bauraum ist sehr
begrenzt und die Verschraubung erfordert bei
den sehr geringen Kiihlkdrperabmessungen ein
gewisses Fertigungs-Know-how. So messen
die Kiihlkdrper ganze 82 mm x 59 mm bei mo-
dulabhéngigen Starken von 0,85 mm, 1,15 mm,
1,3 mm bzw. 1,4 mm. Zusatzlich zu den Boh-
rungen fiir die Befestigungsschrauben verfii-
gen die Kiihlkdrper auch liber Gewindebohrun-
gen, Uber die bei Bedarf ein Liifter montiert
werden kann.

...........................................................

Verkiirzte Produktentwicklung
dank thermischer Simulation

...........................................................

Im Fall von Toradex basiert der Kiihlkdrperent-
wurf auf langjahriger Erfahrung. Gilt es jedoch
fiir ein neues Produkt eine Kiihllosung zu ent-
wickeln, hilft die thermische Simulation dabei,
das optimale Kiihlkorperdesign zu finden. Mit
dem analytischen Prozess der thermischen
Simulation ldsst sich der Temperaturzustand
eines elektrischen Bauteils anhand definierter
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Kiihlldsungen fiir alle Arten von Embedded-Systemen

thermodynamischer und geometrischer Rand-
bedingungen berechnen. Gleichzeitig kdnnen
magliche thermische Probleme friihzeitig er-
kannt werden. So lassen sich das Design und
die Kiihlleistung optimieren und zudem Kiihl-
korpermaterial und -gewicht einsparen. Stellt

sich dabei heraus, dass durch eine Verdnderung
der KiihlkorpergroBe, des verwendeten Mate-
rials oder der Befestigungsart eine Zwangsbe-
liiftung durch eine passive Kiihlung ersetzt
werden kann, spart dies Material- und Ferti-
gungskosten in erheblichem MaB. (cp) =
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Thunder!

Sensor-Kit mit Bluetooth 5.2

Sensordaten drahtlos tibermitteln.
Nutzen Sie die skalierbare loT System-
on-Chip Ldsung von SILICON LABS.

Mit dem Thunderboard BG22 Kit erhalten
Sie eine funktionsreiche Entwicklungs-
plattform flir batteriebetriebene loT-
Anwendungen:

» 4 Sensoren auf der Plattform

» Erweiterte BLE Funktionen

» Bequeme Steuerung uber das
Smartphone

Starten Sie jetzt mit GLYN-SUPPORT
in die energiesparende loT Welt von
SILICON LABS:

www.glyn.de/thunder | wim@aglyn.de
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